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PATENTANS PRUCHE 



( 1 . Verf ahren zur Herstellung einer Tief druckplatte , gekenn- 
zeichnet durch folgende Schritte: 

a) Verwendung einer Platte aus einem Material, welches das 
Gravieren mit einer elektronischen Graviervorrichtung und 
das Xtzen mit einem ausgewahlten Atzmittel zulaBt; 

b) Bildung einer gegen ein ausgewShltes Xtzmittel widerstands- 
fahigen Schicht konstanter Dicke auf der Platte; 

c) Erzeugung von die Originalkopie wiedergebenden Zellen in 
der Platte durch Gravieren der Platte mit einer elektronischen 
Graviervorrichtung durch die gegen das Atzmittel widerstands- 
fShige Schicht hindurch und 

d) VergrSBerung der KapazitSt der Zellen auf eine gewiinschte 
GroBe durch Atzen der gravierten Platte mit dem ausgewahlten 
fitzmittel durch die gegen das Atzmittel widerstandsf Shige 
Schicht hindurch. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch folgende 
zusatzlichen Schritte: 

a) Entfernen der gegen ein fitzmittel widerstandsf ahigen 
Schlcht nach der VergroBerung der Kapazltat der Zellen und 

b) Bildung einer gegen Xtzmlttel widerstandsf Mhigen Schicht 
konstanter Dlcke auf der Platte. . 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet^ daB 
eine gegen das Jitzmittel widerstandsfShige Schicht aus Metall 
verwendet wird und daB diese Metallschicht durch Elattieren • 
gebildet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine gegen das fitzmittel widerstandsfMhige Schicht aus Metall 
verwendet wird und daB diese Metallsdhicht durch Vakuumabla- 
gerung gebildet wird. 

5 . Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da:B 
eine gegen das Jitzmittel widerstandsf ahige Schicht aus Metall - 
verwendet wird und daB diese Metallschicht... durch Ze-rstaubfen 
gebildet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1,...3,:4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine gegen das Jitzmittel widerstandsf Shig^ 
Schicht aus Chrom verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch , 6 , . dadurch gekennzeichnet, daB eine 
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gegen das litzmittel widerstandsf ahige Schicht mit einer Dicke 
von etwa 0,001 bis 1.000 Mikron verwendet wird. 

8. Verfahren nach einem der Ansprilche 1, 3, 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB eine gegen das Atzmlttel widerstands- 
f ahige Schicht aus Nickel, Zinn, Zink^ Blei, MolybdSn, Wolfram, 
Gold, Platin oder Silber verwendet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet , daB die 
gegen das Xtzmittel widerstandsf ahige Schicht eine Dicke von 
etwa 0.001 bis 2.00 0 Mikron aufweist. 

10. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
eine gegen das iitzmittel widerstandsf ahige Schicht aus Kusnt- 
harz verwendet wird. 



11. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die gegen das Atzmittel widerstandsf ahige Schicht aus Poly- 
vinyl-Zimtsaureester besteht. 

12. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die elektronische Graviervorrichtung die Zellen mit Hilfe 
eines Stichels oder Stiftes graviert. 

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die elektronische Graviervorrichtung die Zellen mit Hilfe eines 
Laserstrahles graviert. 

14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
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die elektronische Graviervorrichtung die Zellen mittels eines 
Elektronenstrahles gravier t . 
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Finoa DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI KAISHA, 12, Kaga-Cho 1-Choitie, 
Ichigaya , Shin juku-Ku , Tokyo-To , Japan 



Verfahren zur Herstellung einer Tief druckplatte 



Die Erfindung betrifft die Herstellung von Flatten, insbeson- 
dere ein verbessertes Verfahren zur Herstellung von Tiefdruck- 
platten unter Verwendung von elektronischen Graviervorrichtun- 
gen. Der Ausdruck "Druckplatte" Oder einfach "Platte", wie er 

im folgenden verwendet wird, soil jede Art von Druckelementen 
xunfassen, beispielsweise sowohl flache Plattew als auch zylin- 
drische Platten. 

Die sogenannte "iibliche Gravur" und die Raster-Gravur sind 
lange Zeit zwei typische Verfahren zur Herstellung von Tief- 
druckplatten gewesen. Das Auftreten von elektronischen Gravier- 
vorrichtungen hat aber die Herstellung von gravierten Platten 
nahezu revolutioniert . Elektronische Graviervorrichtungen er- 
fordern die Umwandlung der Originalkopie in elektrische Impulse 
sich Sndernder Intensitat fiir die Betatigung eines Stichels, 
eines Laserstrahles oder eines Elektronenstrahles in Abhangig- 
keit von der Art der Graviervorr ichtung . Der Stichel oder der 
Laserstrahl oder der Elektronenstrahl schneidet in eine Platte 
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aus gewUnschtem Material ein^ um Vertiefungen zu s chaff erx, die 
iiblicherweise in dieser Technologie als Zellen bezeichnet wer— = 
den, die fiir die Aufnahme der Druckfarbe bestimlat sind. 

Elektronlsch gravierte Zellen sind in der Stcifoilitat dex Ab- 
messung besser als solcher die durch den iiblichen' ProzeB her— 
geslielli: worden sind. Die eis-teren sind aber-.in der Gr&Be 
kleiner und in der Reproduzierbarkei-t des Tones weniger gut 
als die letzteren. Wirklich zufriedenstellende Abdrucke sind 
deshalb schwer zu erhalten, und zwar insbesondere dann, wenn 
die wiedergegebenen Flachen stark absorbierend und wenig glatt 
sind. Es ist vor kurzer Zeit ein Verf ahren zur Herstellung von 
Druckplatten entwickelt worden, welches .die obengenannten. 
Schwierigkeiten von elektronlsch gravierten Zellen beseltigt. 
Dieses bekannte Verf ahren wird im folgenden im einzelnen er—- 
ISutert, da es der vorliegenden Erfindung am nMchsten kommt. 

Es wird eine- Grundstruktur zyliiwteischer Oder f lacher Form - 
zuerst mit.Kupfer plattiert, und es werden danh' in ^iese- Kupfet- 
plattierung Zellen sich andernder Oberf lachenhereichautid; Tifefen 
elektronlsch eingraviert, so daB sie die, Kopie mit ihren FArb- - 
tonungen wiedergeben - Dann f olgen die* Schritte der VergroBerung 
der Zellenkapazitaten, um die etwahnten Nachteile- elektronlsch 
gravlerter Zellen zu. vermelden. * 

Der erste dieser Schrltte ist das Anstreichen- oder ' Iiackleren* 
der Kupferplattlerung mit Ausnahme der Ober f IMchentelle , welche 
die Zellen bllden; Nachdem die Lacfcbeschichtung getrbckhet - Ist , 
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wird die Kupf erplattierung geStzt, und zwar mit elnem fitzmittel, 
welches den Lack nicht angreift, wodurch die Zellen vergroBert 
werden. Nach Entfernung der Lackbeschichtung wird mit deia Zy- 
linder oder der Platte ein Probeabdruck vorgenommen . Wenn die 
Probeabdriicke unzuf riedenstellend ausgef alien sind, wird der 
Zylinder oder die Platte gewaschen und damit von der Druckfar- 
be befreit/ erneut lackiert und geatzt, und es wird ein zwei- 
ter Probeabdruck vorgenommen • 

Die Schritte, wie sie in dem vorhergehenden Absatz dargelegt 
sind, werden wiederholt, bis zufriedenstellende Probeabdriicke 
erhalten werden, Dann wird der Zylinder oder die Platte mit 
Chrom plattiert, ura die VerschleiBfestigkeit zu verbessem. 
Die so fertiggestellte Tiefdruckplatte wird anschliefiend auf 
einer Druckpresse montiert, und es erfolgt dann der tatsachliche 
Druckvorgang . 

Dieses f ortschrittliche Verfahren zur Herstellung von Tiefdruck- 
platten ist nicht frei von Nachteilen. Da der Lack oder eine 
ahnliche gegeii das Jitzmittel wider stands fShige Substanz auf 
die Kupferplattierung durch Walzen oder auf andere mehr oder 
weniger von Hand erfolgende MaBnahmen aufgebracht wird, besitzt 
die Beschichtung nicht notwendigerweise eine gleichmafiige 
Dicke. Diese Stzmittelf este Beschichtung mit einer solchen sich 
andernden Dicke neigt dazu, die Abmessungsstabilitat der Zellen 
ungleich zu machen, was eine Eigenschaft der elektronisch gra- 
vierten Druckplatten ist. 

Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der Tatsache, daB die 
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Viskositat des Lackes oder dergleichen und der Druck, lait 
welchem der Lack auf die Kupf erplattierung aufgebracht wird, 
iinderungen ausgesetzt sind. Lack oder dergleichen kann deshalb, 
wenn auch in geringem MaBe, in die Zellen in der Kupf erplattie- 
rung f lieflen, so daB das nachfolgende. fitzen dieser Kupferplat- 
tierung zu einer Vergr5Berung der Zellenkapazitaten ohne ent^ 
sprechende VergrSBerung von deren Oberf IMchenbereichen ftihren . 
kann. Die so hergestellten Zellen mit verringerter Miindung 
nehmen nicht leicht Farbe auf ^ und wenn die Farbe aufgenoinmen 
worden ist, wird sie nicht leicht auf die zu druckenden Ober- 
fla)chen aufgebracht. Da ferner die Menge an Lack oder derglei- 
chen, die in die Zellen flieBt, sich von Zelle zu Zelle 
Sndern kann, und da die Beschichtung, wie oben erwahnt, von 
ungleicher Dicke sein kann, fiihrt das jitzen der Kupf erplattierung 
sehr leicht zu ungleicher Zellenvergr5Berung- Das Ergebnis 
aller dieser Dinge fiihrt zu einer schlechten oder gestorten 
Tonwiedergabe . 

Ein weiterer Nachteil des f ortschrittlichen Verfahrens. zur Her- 
stellung von Tiefdruckplatten besteht darin , daB zuviele 
Schritte erforderlich sind. Insbesondere dann, wenn die Dmick- 
platte zwei oder luehrmals schlechte Druckergebnisse liefert, 
erfordert das Verfahren die Wiederholung aller Schritte^ wie 
Lackieren, Trocknen des Lackes, litzen, Entfernung des Lackes^ 
Probedrucken und Waschen. 

Die Erf indung strebt nach einem verbesserten Verfahren ZTir Her- 
stellung von Tiefdruckplatten bei Vein^endung einer elektroni— 
schen Graviervorz ichtung, so daB elektronisch gravieirte Zellen 



- 9 - 

30357U 

urn einen gewUnschten Grat vergrofiert werden kSnnen, ohne daB 
die vorher beschriebenen Schwierigkeiten auftreten. 

Kurz gesadft, verwendet das erf indungsgemaBe Verfahren eine 
Platte, entweder zylindrisch oder flach, aus Kupfer Oder 
einem Shnlichen Material, welches das Gravieren mit einer elek- 
tronischen Graviervorrichtung ermSglicht. Vor der elektronischen 
Gravierung dieser Platte wird eine Stzmittelfeste Schicht kon- 
stanter Dicke auf der Platte gebildet, wobei die Stzmittel- 
feste Schicht gegen das ausgewShlte fitzmittel widerstands- 
fahig ist. Der nSchste Schritt ist das elektronische Gravieren 
von Zellen, welche die gewunschte Kopie wiedergeben, und zwar 
erfolgt die Gravierung der Platte durch die atzmittelf este 
Schicht hindurch. Dann wird die Platte durch die atzmittelf este 
Schicht hindurch mit einem ausgewahlten Atzn^ittej. geStzt, urn 
die Kapazitaten der Zellen auf ein gewUnschtes MaB zu ver- 
grSBern. 

Vorzugsweise wird der so vorbereitete Gegenstand dann zu einem 
Probeabdruck verwendet und, wenn erf order lich, neu geatzt. 
Dann wird nach dem Abziehen der atzmittelf esten Schicht von 
der Platte eine Schutzschicht aus verschleiBf estem Material 
aufplattiert oder in anderer Weise gebildet, urn die Tiefdruck- 
platte Oder den Tiefdruckzylinder zu vervpllstandigen. 

Da die atzmittelf este Schicht auf der Kupferplatte gebildet 
wird, bevor die Zellen elektronsich graviert worden sind, er- 
gibt sich keine M5glichkeit, daB das atzmittelf este "Material 
in die Zellen flieBt. Aus diesem Grunde kann jede Zelle wirk- 
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sam sowohl in der Tiefe als auch im Oberf ISchenbereich durch 
die folgende Atzoperation vergroBert werden. Ferner wird jede 
Zelle beim Atzen in der Form abgerundet, wodurch eine einwand- 
freie Ubertragung der Druckfarbe auf die zu druckende Flache 
erreicht wird. Alle diese Wirkungen wirken zusammen, so daB 
die erf indungsgem^B hergestellte Tief druckplatte eine storungs- 
freie Tonwiedergabe der Kopie von he lien zu dunklen Stellen 
ermSglicht. 

Die Bildung der atzmittelfesten Schicht auf der Kupferplatte 
vereinfacht auch das wiederholte Probeabdrucken wesentlich/ da 
es nicht notwendig ist, diese Schicht fur den Probeabdruck zu 
entfernen. Die atzmittelf este Schicht schiitzt ferner die Kupfer- 
platte vor Kratzern Oder ahnlichen Oberf lachenschaden aufgrund 
der Verwendung eines Abstreichmessers wahrend des Probedruckes - 

Die atzmittelfeste Schicht kann entweder aus Metall oder aus 
Kunststoff bestehen. Wenn sie aus Metall ist, kann die Schicht 
leicht mit unverSnderlicher Dicke durch ein iibliches Verfahren, 
wie Plattieren, Vakuumab lager ung, Zerstclubung, usw. aufgebracht 
werden. Die konstante Dicke der atzmittelf es ten Schicht, wie 
sie durch das erf indungsgemSBe Verfahren verwirklicht wird, ist 
eine Voraussetzung fUr das elektronische Gravieren von Zellen, 
die die genauen Tonwerte des Originals wiedergeben. 

Das Plattieren bzw. Galvanisieren der atzmittelf esten Schicht 
ist von besonderem Vorteil, well bereits vorhandene Plattier- 
bzw. Galvanisiereinrichtungen ohne Abwandliing verwendet werden 
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kSnnen- Da ferner dann die Dicke der Plattierung auf elektro— 
chemischem Wege genau gesteuert werden kann, konnen wirtschaft— 
liche Tief druckplatten mit hoher Qualitat. hergestellt werden, 

Wextzere Merkmale und Vorteile der Erf indung ergeben s±ch aus 
der folgenden Beschreibung und den Zelchnungen. Obwohl bevor— 
zugte AusftLhrvmgsbelspiele der Erf Indung in den Zelchnungen 
gezeig-t und in der Beschreibung im einzelnen beschrieben sind, 
kann die Erfindung abgewandel-t und innerhalb des Bereiches 
der Kenntnis der Fachleute geander-b werden. 

Die Fig, 1, 2, 3, 4 und 5 sind Reihen von schematischen Teil- 
ansichten im Schnitt, welche die auf einanderf olgenden Scbritte 
der Herstellung der Tief druckplatte gemaB der Erfindung er- 
lSut:ern . 

Wie in Fig. 1 gezeigt, beginnt das Verfahren zur Herst:ellung 
einer Tief druckplatte gemaB der Erfindung mit der Bildung 
einer Platte^ einer Folie Oder einer Schicht 10 aus geeignetem 
Material auf einer Basis 12, die entweder zylinderf ormig oder 
flach ist. Die Platte 10 muB aus einem elektroniscb gravierba- 
ren Material bestehen, und sie muB auBerdem ein chemiscbes oder 
elektrolytisches Jltzen ermoglichen. Kupfer wird als Material 
fiir die Platte 10 empfohlen, weil es alle Forderungen erfullt. 
Normalerweise wird die Platte 10 deshalb durch Kupf erplattierung 
der zylindrischen oder flachen Basis 12 hergestellt, und sie 
wird im folgenden als Kupf erplattierung bezeichnet. 
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Auf der Kupf erplattierung 10 wird eine verhaltnismaBig diinne 
Schicht 14 konstanter Dicke aus verschiedenem Material ge- 
bildet. Das Material dieser Schicht 14 muB folgende Forderungen 
erfUllen: 

1 . Widerstand gegen Abnutzung 

2. elektronisch gravierbar 

3. widerstandsfahig gegen ein Xtzmittel, das ftir das an- 
schlieBende Atzen der Kupf erplattierung 10 verwendet 
werden soli 

4. Formbarkeit in eine Schicht gleichmaBiger Dicke. 

Chrom ist ein typisches Material, das alle obengenannten 
Forderungen erftillt. Somit kann die Schicht 14 (im folgenden 
als atzmittelfeste'Sfchicht bezeichnet) durch Plattieren oder 
Galvanisieren von Chrom auf der Kupf erplattierung 10 gebil- 
det werden, und zwar bis zu einer Dicke zwischen etwa 
0.001 bis 1.000 Mikron. Andere Metalle, die als atzmittelf este 
Schicht 14 verwendet werden kOnnen, sind Nickel, Zihn, Zink, 
Blei, MolybdSn, Wolfram^ Gold, Platin Oder Silber. ®ie Schicht 
all dieser Metalle auBer Chrom kann in einem Dickenb^reich von 
etwa 0,001 bis 2,000 Mikron liegen. AuBerdem kann die atzmittel- 
feste Schicht 14 auBer durch Plattieren bzw. Galvanisieren 
durch Vakuumplattierung oder Zerst^ubung gebildet werden. 

Als Alternative zu den obengenannten Metallen kGnnen auch 
Kunstharze fUr die Bildung der atzmittelf es ten Schicht 14 ver- 
wendet werden. Die Kunstharze miissen eine leichte Beschichtung 
in einer Schicht gleichf ormiger Dicke ermoglichen, und sie 
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miissen leicht hartbar sein. Aufierdem miissen sie die Forderungen 
1 bis 3 der obengenannten Forderungen fur metallische Materia- 
lmen erfullen. Ein typisches Beispiel solcher Harze ist TPR 
204-1 IL (Warenzeichen von Polyvinyl-Zimtsaureester der Firraa 
Tokyo Ohka Kogyo K.K. , Japan) . Andere brauchbare Kunstharze 
enthalten Polyester-, Epoxy- und Polyurethan-Harze . Alle diese 
Harzmaterialien kSnnen auf die Kupf erplattierung 1 0 durch 
Spriihen, Ringbeschichtung oder Walzen aufgebracht werden.Nach 
der Trocknung sollte die Beschichtung durch Einbrennen oder 
durch Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen ausgehartet wer- 
den. 

Nach der Bildung der metallischen oder harzformigen atzmittel- 
festen Schicht 14 auf der Kupf erplattierung 10 wird die Origi- 
nalkopie durch die ^tzmittelfeste Schicht in die Kupf erplattie- 
rung eingeschriebenr und zwar mit Hilfe einer elektronischen 
Graviervorrichtung • Fig- 2 zeigt Zellen 16, die so elektronisch 
graviert worden sind. Wenn der verwendete Gravierer beispiels- 
weise mit einem Stichel arbeitet, so werden die Tonschattierun- 
gen der Kopie in entsprechende Schwingungsamplituden des 
Stichels fiir die Erzeugung der Zellen 1 6 der Oberf lachenbereiche 
und Tiefen fiir die beste Reproduktion der Kopie umgewandelt. In 
Fig. 2 bezeichnet das Bezugszeichen 18 allgemein den stehenge- 
bliebenen Teil neben den Zellen 16, die den Bildbereich bilden, 
20 bezeichnet einen bildfreien Bereich- 

Die elektronische Graviervorrichtung fiir die Ausfiihrung der 
Erfindung kann von einer Art sein, die die Zellen entweder mit 
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Hilfe eines Stiches,. eines Laserstrahles oder elnes Elektronen- 
strahles erzeugt. Ein Beispiel einer Graviervorrichtung mit 
einem Stichel ist der "Helio Klischograph" (Warenzeichen der 
Firma Dr.-Ing. Rudolf Hill GmbH, West-Deutschland) Bin Bei- 
spiel einer mit einem Laserstrahl arbeitenden Graviervorrichtung 
ist "Magnascan" (Warenzeichen der Firma Crosf ield Electronics 
Ltd., GroBbritannien) . Ein bekanntes Beispiel einer mit einem 
Elektronenstrahl arbeitenden Graviervorrichtung ist auch von 
der Firma Dr.-Ing. Rudolf Hell GmbH erhaltlich. 

Der nachste Schritt ist das Jitzen des Gegenstandes nach Figur 2 
unter Verwenduhg eines fitzmittels, welches die Kupf erplattierung 
10 angreift, die aber die atzmittelf este Schicht 1 4 nicht an- 
greift. Die iltzoperation kann entweder auf chemischem Wege oder 
auf elektrolytischen Wege bzw. elektrochemischen Wege erfolgen. 

Fig. 3 ist eine Darstellung des geatzten Gegenstcuides • Es ist 
ersichtlich, daB die geatzten Zellen, die nunmehr mit 16' be- 
zeichnet sind^ sich von den gravierten Zellen 16 unter scheiden, 
und zwar sind sie in der Kapazitat im Verhaltnis zu ihren ur- 
spriinglichen Kapazitaten vergroBert. Insbesondere ist es er- 
wMhnenswert, daB die Zellen 16/ im Gegens^tz zu. den verengten 
Miindungen der durch das bekannte Verfahren hergestellten Zel- 
len vergr5Berte Miindungen haben. Auch sind die Zellen 16* in 
der Form abgerundet, wodurch es mSglich wird, die Farbe leicht 
auf die zu druckenden OberflSchen zu iibertragen. 

Eine groBe Reihe von Xtzmitteln kann fiir die Xtzung des Gegen- 
standes nach Fig. 2 in den Zustand nach Fig. 3 verwendet wer- 
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denr und zwar hangt dies von den Materialien der Plattierung 10 
und von der Stzmittelf es-ten Schicht 14 ab. Wenn die Plattierung 
10 aus Kupfer besteht/ wie es oben angenommen ist/ und wenn 
die atzmittelfeste Schicfat 14 Chrom, Blei, Molybdan, Wolfram, 
Gold, Platin oder Silber ist, dann kann das Htzmittel beispiels- 
welse eine LSsung aus Chloreisen Oder Kupferchlorid sein. Wenn 
die Plattierung 10 aus Kupfer ist, und wenn die Stzmittelf este 
Schicht 14 Nickel ist, kann das Jitzmittel ChromsSure sein, oder 
es kdnnen Per sulfate oder dergleichen verwendet werden. Zum 
elektrolytischen Atzen kann ein Kupfer sulfatbad verwendet wer- 
den, wenn die Plattierung 10 aus Kupfer ist und wenn die Stz- 
mittelfeste Schicht 14 aus Blei besteht. Ein Chromsaurebad 
Oder ein Phosphor saurebad kann verwendet werden, wenn die Plat- 
tierung 10 aus Kupfer besteht, und wenn die atzmittelf este 
Schicdit 14 aus Nickel besteht. 

Der Gegenstand nach Fig* 3 wird dann fiir einen Probeabdruck ver- 
wendet, obgleich er auch unmittelbar auf eine Druckpresse mon- 
tiert werden kann, um sogleich den richtigen Druckvorgang aus- 
zuftihren. Wenn sich zeigt, daB die geatzten Zellen 16' in Fig, 3 
nicht zuf riedenstellend sind, wird der Gegenstand gewaschen und 
von Farbe und anderen Fremdteilen befreit, und es wird der Ge- 
genstand erneut geatzt. Die auf einanderf olgenden Schritte des 
litzens, des Probeabdruckens und des Waschens konnen wiederholt 
werden, bis das beste Ergebnis erreicht wird. Darauf wird iiber 
den Gegenstand nach Fig- 3 eine nicht dargestellte Schicht aus 
verschleiBfestem Material aufgebracht, beispielsweise durch 
Plattieren bzw- Galvanisieren oder auf andere Weise*, um die 
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gewiinschte Tiefdruckplatte oder den gewiinschten Tlefdruckzylin- 
der f ertigzustellen. 

Vorzugsweise wird der Gegenstand nach Fig. 3 aber von seiner 
atzmittelf esten Schicht 14 befreit, wie es in Fig. 4 gezeigt 
ist, weil diese Schicht Teile enthalt,^ die iiber die geStzten 
Zellen 16' liberstehen, und weil die Schicht durch die Verwen- 
dung eines Abstreichmessers beiin Probedrucken Pehler aufwei- 
sen kann. Die Entfernung der atzmittelf esten Schicht 14 ist 
durch litzen moglich/ iind zwar unter Verwendung eines Jitzmit- 
tels, das in diesem Falle nur diese Schicht 14 und nicht die 
Kupferplattierung 10 angreift. Das Atzmittel kann beispiels- 
weise Salzsaure sein, wenn die Plattierung aus Kupfer besteht, 
und wenn die Schicht 14 aus Chrom besteht. 

Dann wird, wie in Fig. 5 gezeigt, eine Schutzschioht 24 aus 
verschleiBf estem Material aufplattiert oder galvanisiert oder 
in anderer Weise auf dem Gegenstand nach Fig. 4 gebildet, 
der eine konstante Dicke besitzt. Die Schutzschicht 24 sollte 
die gesamte Oberflache der Kupferplattierung 10 abdecken, und 
zwar einschlieBlich der Oberf lachenteile, welche die Zellen 16' 
begrenzen. Die Dicke dieser Schutzschicht kann groBer sein 
als diejenige der entfernten atzmittelf esten Schicht 1.4, und 
zwar im Bereich von etwa 4 bis 10 Mikron, wenn die Schutz- 
schicht aus Chrom besteht, das bevdrzugt verwendet wird. 

Der so geraaB dem erf indungsgemaBen Verfahren hergestellte Ge- 
genstand nach Fig. 5 findet Verwendung als Tiefdruckplatte. Er 

kann auf eine Druckerpresse montiert werdenr worauf der tatsach- 
liche Druckvorgang beginnen Kaiin'.' : ^ C t 
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